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一种芯片封装的测试装置

(57)摘要

本发明涉及芯片封装技术领域，具体为一种

芯片封装的测试装置，包括工作台，所述工作台

的上端安装有夹持机构，所述工作台的上端靠近

一侧的位置固定连接有L型架，所述工作台的下

端安装有清理机构，所述清理机构包括进气管，

所述进气管的外侧固定连接有收集盒，所述收集

盒的上端固定连接有挡板，所述收集盒的内壁靠

近上端的位置开设有两组相对称的卡槽，所述L

型架的上端安装有电机，所述L型架的下端安装

有第二电动伸缩杆，所述电机的输出轴固定连接

有第二电动伸缩杆的外壳，所述第二电动伸缩杆

的输出轴固定连接有电动夹块，所述电动夹块的

内侧固定连接有两组相对称的打磨片，通过两组

L型扫杆的相互配合，使两组夹板对收集盒内部

的碎屑进行清理。
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1.一种芯片封装的测试装置，包括工作台（1），其特征在于：所述工作台（1）的上端安装

有夹持机构（2），所述工作台（1）的上端靠近一侧的位置固定连接有L型架（5），所述工作台

（1）的下端安装有清理机构（6），所述清理机构（6）包括进气管（63），所述进气管（63）的外侧

固定连接有收集盒（3），所述收集盒（3）的上端固定连接有挡板（4），所述收集盒（3）的内壁

靠近上端的位置开设有两组相对称的卡槽，所述L型架（5）的上端安装有电机（7），所述L型

架（5）的下端安装有第二电动伸缩杆（8），所述电机（7）的输出轴固定连接有第二电动伸缩

杆（8）的外壳，所述第二电动伸缩杆（8）的输出轴固定连接有电动夹块（9），所述电动夹块

（9）的内侧固定连接有两组相对称的打磨片（10）。

2.根据权利要求1所述的一种芯片封装的测试装置，其特征在于：所述夹持机构（2）包

括与工作台（1）固定连接的第一固定块（21），所述第一固定块（21）的后端安装有第一电动

伸缩杆（22），所述第一电动伸缩杆（22）的输出轴固定连接有第一滑块（23），所述第一滑块

（23）的下端滑动连接有第二固定块（24），所述第二固定块（24）的下端与工作台（1）固定连

接，所述第一滑块（23）的上端固定连接有第一固定板（25），所述第一固定板（25）的前端固

定连接有第一固定架（26），所述第一固定架（26）的前端固定连接有第一夹板（27）。

3.根据权利要求2所述的一种芯片封装的测试装置，其特征在于：所述第一滑块（23）的

上端靠近中间的位置固定连接有第一固定轴（28），所述第一固定轴（28）的外侧转动连接有

第一固定套（29），所述第一固定套（29）的外侧固定连接有第一移动杆（210），所述第一移动

杆（210）的另一端固定连接有第二固定套（212），所述第二固定套（212）的内侧转动连接有

第二固定轴（211），所述第二固定轴（211）的下端固定连接有移动板（213），所述移动板

（213）的内侧与进气管（63）转动连接。

4.根据权利要求3所述的一种芯片封装的测试装置，其特征在于：所述移动板（213）的

上端靠近一侧的位置固定连接有第三固定轴（215），所述第三固定轴（215）的外侧转动连接

有第三固定套（214），所述第三固定套（214）的外侧固定连接有第二移动杆（216），所述第二

移动杆（216）的另一端固定连接有第四固定套（218），所述第四固定套（218）的内侧转动连

接有第四固定轴（217），所述第四固定轴（217）的下端固定连接有第二滑块（219），所述第二

滑块（219）的上端固定连接有第二固定板（220），所述第二固定板（220）的后端固定连接有

第二固定架（221），所述第二固定架（221）的后端固定连接有第二夹板（222），所述第二滑块

（219）的下端滑动连接有第三固定块（223），所述第三固定块（223）的下端与工作台（1）固定

连接。

5.根据权利要求2所述的一种芯片封装的测试装置，其特征在于：所述第一固定板（25）

的前端固定连接有第一L型扫杆（224）。

6.根据权利要求4所述的一种芯片封装的测试装置，其特征在于：所述第二固定板

（220）的后端固定连接有第二L型扫杆（225），所述第一固定板（25）与第二固定板（220）均滑

动连接在收集盒（3）的内侧。

7.根据权利要求1所述的一种芯片封装的测试装置，其特征在于：所述清理机构（6）包

括安装在工作台（1）下端的气泵（61），所述气泵（61）的输出口固定连接有排气管（62），所述

排气管（62）的前端与挡板（4）固定连接，所述气泵（61）的输入口进气管（63）与固定连接，所

述进气管（63）的外侧贯穿移动板（213），所述进气管（63）的上端固定连接有漏斗（610），所

述进气管（63）的外侧固定连接有过滤桶（64）。
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8.根据权利要求7所述的一种芯片封装的测试装置，其特征在于：所述过滤桶（64）的上

端转动连接有转轴（65），所述转轴（65）的下端固定连接有叶片（66），所述过滤桶（64）的内

侧安装有喷淋头（67），所述过滤桶（64）的外侧固定连接有排水管（69）。

9.根据权利要求8所述的一种芯片封装的测试装置，其特征在于：所述过滤桶（64）的内

侧靠近下端的位置固定连接有过滤片（68）。
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一种芯片封装的测试装置

技术领域

[0001] 本发明涉及芯片封装技术领域，具体为一种芯片封装的测试装置。

背景技术

[0002] 为了避免外界刮伤损坏芯片，需要给芯片施加保护，也就是需要对芯片进行封装，

芯片封装测试是对封装完成的芯片进行功能和性能测试，在芯片封装测试过程中，在完成

晶圆制造后，将探针与芯片上的焊盘接触，从而对芯片的功能进行测试。

[0003] 现有的芯片在测试时，需要对芯片进行夹持固定，需要在夹持的情况下对芯片进

行质量测试，芯片生产遗留的毛刺需要进行清理，为此，我们提出一种芯片封装的测试装

置。

发明内容

[0004] 为了弥补现有技术的不足，解决背景技术中所提出的至少一个技术问题，本发明

提出了一种芯片封装的测试装置。

[0005] 本发明解决其技术问题所采用的技术方案是：一种芯片封装的测试装置，包括工

作台，所述工作台的上端安装有夹持机构，所述工作台的上端靠近一侧的位置固定连接有L

型架，所述工作台的下端安装有清理机构，所述清理机构包括进气管，所述进气管的外侧固

定连接有收集盒，所述收集盒的上端固定连接有挡板，所述收集盒的内壁靠近上端的位置

开设有两组相对称的卡槽，所述L型架的上端安装有电机，所述L型架的下端安装有第二电

动伸缩杆，所述电机的输出轴固定连接有第二电动伸缩杆的外壳，所述第二电动伸缩杆的

输出轴固定连接有电动夹块，所述电动夹块的内侧固定连接有两组相对称的打磨片。

[0006] 优选的，所述夹持机构包括与工作台固定连接的第一固定块，所述第一固定块的

后端安装有第一电动伸缩杆，所述第一电动伸缩杆的输出轴固定连接有第一滑块，所述第

一滑块的下端滑动连接有第二固定块，所述第二固定块的下端与工作台固定连接，所述第

一滑块的上端固定连接有第一固定板，所述第一固定板的前端固定连接有第一固定架，所

述第一固定架的前端固定连接有第一夹板。

[0007] 优选的，所述第一滑块的上端靠近中间的位置固定连接有第一固定轴，所述第一

固定轴的外侧转动连接有第一固定套，所述第一固定套的外侧固定连接有第一移动杆，所

述第一移动杆的另一端固定连接有第二固定套，所述第二固定套的内侧转动连接有第二固

定轴，所述第二固定轴的下端固定连接有移动板，所述移动板的内侧与进气管转动连接。

[0008] 优选的，所述移动板的上端靠近一侧的位置固定连接有第三固定轴，所述第三固

定轴的外侧转动连接有第三固定套，所述第三固定套的外侧固定连接有第二移动杆，所述

第二移动杆的另一端固定连接有第四固定套，所述第四固定套的内侧转动连接有第四固定

轴，所述第四固定轴的下端固定连接有第二滑块，所述第二滑块的上端固定连接有第二固

定板，所述第二固定板的后端固定连接有第二固定架，所述第二固定架的后端固定连接有

第二夹板，所述第二滑块的下端滑动连接有第三固定块，所述第三固定块的下端与工作台
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固定连接。

[0009] 优选的，所述第一固定板的前端固定连接有第一L型扫杆。

[0010] 优选的，所述第二固定板的后端固定连接有第二L型扫杆，所述第一固定板与第二

固定板均滑动连接在收集盒的内侧。

[0011] 优选的，所述清理机构包括安装在工作台下端的气泵，所述气泵的输出口固定连

接有排气管，所述排气管的前端与挡板固定连接，所述气泵的输入口进气管与固定连接，所

述进气管的外侧贯穿移动板，所述进气管的上端固定连接有漏斗，所述进气管的外侧固定

连接有过滤桶。

[0012] 优选的，所述过滤桶的上端转动连接有转轴，所述转轴的下端固定连接有叶片，所

述过滤桶的内侧安装有喷淋头，所述过滤桶的外侧固定连接有排水管。

[0013] 优选的，所述过滤桶的内侧靠近下端的位置固定连接有过滤片。

[0014] 与现有技术相比，本发明提供了一种芯片封装的测试装置，具备以下有益效果：

1、通过第一滑块和第二滑块的相互配合，使第一夹板和第二夹板可以同时移动，

移动的同时对芯片封装进行夹持，避免芯片偏移，通过第一夹板和第二夹板施加设定的压

力对芯片进行夹持，从而对芯片的质量进行检查，通过电机和电动伸缩杆的相互配合，使电

动夹块在转动的同时通过打磨片对芯片封装进行打磨去毛刺，进一步提升了封装的质量。

[0015] 2、通过第一L型扫杆和第二L型扫杆的相互配合，使第一夹板和第二夹板对收集盒

内部的碎屑进行清理，使碎屑可以集中进行清理，并进行回收，避免遗留杂质影响后续测试

效果。

[0016] 3、通过气泵和进气管的相互配合，使收集盒内部的碎屑进入到过滤桶内部得到集

中收集处理，在通过叶片和喷淋头的相互配合，对小颗粒碎屑及灰尘进行过滤，干净的气体

通过排气管排出至挡板内部，对收集盒内部进行更全面的清理，并对芯片外侧残留的细小

颗粒物进行全面去除，提高芯片的质量。

附图说明

[0017] 图1为本发明提出的一种芯片封装的测试装置整体结构示意图；

图2为本发明提出的一种芯片封装的测试装置整体结构剖视示意图；

图3为本发明提出的一种芯片封装的测试装置夹持机构整体结构示意图；

图4为本发明提出的一种芯片封装的测试装置夹持机构部分结构放大示意图；

图5为本发明提出的一种芯片封装的测试装置清理机构整体结构剖视示意图；

图6为本发明提出的一种芯片封装的测试装置部分结构剖视示意图。

[0018] 图中：1、工作台；2、夹持机构；21、第一固定块；22、第一电动伸缩杆；23、第一滑块；

24、第二固定块；25、第一固定板；26、第一固定架；27、第一夹板；28、第一固定轴；29、第一固

定套；210、第一移动杆；211、第二固定轴；212、第二固定套；213、移动板；214、第三固定套；

215、第三固定轴；216、第二移动杆；217、第四固定轴；218、第四固定套；219、第二滑块；220、

第二固定板；221、第二固定架；222、第二夹板；223、第三固定块；224、第一L型扫杆；225、第

二L型扫杆；3、收集盒；4、挡板；5、L型架；6、清理机构；61、气泵；62、排气管；63、进气管；64、

过滤桶；65、转轴；66、叶片；67、喷淋头；68、过滤片；69、排水管；610、漏斗；7、电机；8、第二电

动伸缩杆；9、电动夹块；10、打磨片。
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具体实施方式

[0019] 下面将结合本发明实施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完

整地描述。

[0020] 请参阅图1－图6，一种芯片封装的测试装置，包括工作台1，工作台1的上端安装有

夹持机构2，工作台1的上端靠近一侧的位置固定连接有L型架5，工作台1的下端安装有清理

机构6，清理机构6包括进气管63，进气管63的外侧固定连接有收集盒3，收集盒3的上端固定

连接有挡板4，收集盒3的内壁靠近上端的位置开设有两组相对称的卡槽，L型架5的上端安

装有电机7，L型架5的下端安装有第二电动伸缩杆8，电机7的输出轴固定连接有第二电动伸

缩杆8的外壳，第二电动伸缩杆8的输出轴固定连接有电动夹块9，电动夹块9的内侧固定连

接有两组相对称的打磨片10。

[0021] 本实施例中，夹持机构2包括与工作台1固定连接的第一固定块21，第一固定块21

的后端安装有第一电动伸缩杆22，第一电动伸缩杆22的输出轴固定连接有第一滑块23，第

一滑块23的下端滑动连接有第二固定块24，第二固定块24的下端与工作台1固定连接，第一

滑块23的上端固定连接有第一固定板25，第一固定板25的前端固定连接有第一固定架26，

第一固定架26的前端固定连接有第一夹板27。

[0022] 具体的，启动安装在第一固定块21后端的第一电动伸缩杆22，第一电动伸缩杆22

的输出轴带动第一滑块23在第二固定块24上方滑动，第一滑块23滑动时带动第一固定板25

移动，第一固定板25带动第一固定架26向前方移动，第一固定架26带动第一夹板27移动。

[0023] 本实施例中，第一滑块23的上端靠近中间的位置固定连接有第一固定轴28，第一

固定轴28的外侧转动连接有第一固定套29，第一固定套29的外侧固定连接有第一移动杆

210，第一移动杆210的另一端固定连接有第二固定套212，第二固定套212的内侧转动连接

有第二固定轴211，第二固定轴211的下端固定连接有移动板213，移动板213的内侧与进气

管63转动连接。

[0024] 具体的，第一滑块23通过第一固定轴28带动第一固定套29移动，第一固定套29通

过第一移动杆210带动第二固定套212移动，第二固定套212通过第二固定轴211带动移动板

213转动。

[0025] 本实施例中，移动板213的上端靠近一侧的位置固定连接有第三固定轴215，第三

固定轴215的外侧转动连接有第三固定套214，第三固定套214的外侧固定连接有第二移动

杆216，第二移动杆216的另一端固定连接有第四固定套218，第四固定套218的内侧转动连

接有第四固定轴217，第四固定轴217的下端固定连接有第二滑块219，第二滑块219的上端

固定连接有第二固定板220，第二固定板220的后端固定连接有第二固定架221，第二固定架

221的后端固定连接有第二夹板222，第二滑块219的下端滑动连接有第三固定块223，第三

固定块223的下端与工作台1固定连接。

[0026] 具体的，移动板213转动时通过第三固定轴215带动第三固定套214移动，第三固定

套214通过第二移动杆216拉动第四固定轴217，第四固定轴217带动第二滑块219在第三固

定块223的上端向后方移动，使第二滑块219带动第二固定板220移动，第二固定板220带动

第二固定架221移动。

[0027] 本实施例中，第一固定板25的前端固定连接有第一L型扫杆224。

[0028] 具体的，第一固定板25带动第一L型扫杆224向前移动。
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[0029] 本实施例中，第二固定板220的后端固定连接有第二L型扫杆225，第一固定板25与

第二固定板220均滑动连接在收集盒3的内侧。

[0030] 具体的，第二固定板220带动第二L型扫杆225向后移动，将收集盒3底部的碎屑推

到漏斗610内部，启动气泵61，气泵61通过进气管63将收集盒3内部的碎屑吸入到过滤桶64

的内部。

[0031] 本实施例中，清理机构6包括安装在工作台1下端的气泵61，气泵61的输出口固定

连接有排气管62，排气管62的前端与挡板4固定连接，气泵61的输入口进气管63与固定连

接，进气管63的外侧贯穿移动板213，进气管63的上端固定连接有漏斗610，进气管63的外侧

固定连接有过滤桶64。

[0032] 具体的，过滤后的气体通过排气管62排出至挡板4内部，并对芯片外侧残留的细小

颗粒物进行全面去除，提高芯片的质量。

[0033] 本实施例中，过滤桶64的上端转动连接有转轴65，转轴65的下端固定连接有叶片

66，过滤桶64的内侧安装有喷淋头67，过滤桶64的外侧固定连接有排水管69。

[0034] 具体的，大块碎片直接掉落在过滤片68上方，气流带动叶片66转动将喷淋头67喷

出的水打散，经过过滤的水由排水管69排出。

[0035] 本实施例中，过滤桶64的内侧靠近下端的位置固定连接有过滤片68。

[0036] 具体的，小型碎屑以及灰尘颗粒遇水重量增加，均落到过滤片68上，进行集中收集

处理。

[0037] 工作原理，使用时，将芯片放置在电动夹块9的内侧，启动第二电动伸缩杆8，第二

电动伸缩杆8的输出轴带动电动夹块9向下方移动，将芯片放置在收集盒3的上端的卡槽，启

动安装在第一固定块21后端的第一电动伸缩杆22，第一电动伸缩杆22的输出轴带动第一滑

块23在第二固定块24上方滑动，第一滑块23滑动时带动第一固定板25移动，第一固定板25

带动第一固定架26向前方移动，第一固定架26带动第一夹板27移动，第一滑块23通过第一

固定轴28带动第一固定套29移动，第一固定套29通过第一移动杆210带动第二固定套212移

动，第二固定套212通过第二固定轴211带动移动板213转动，移动板213转动时通过第三固

定轴215带动第三固定套214移动，第三固定套214通过第二移动杆216拉动第四固定轴217，

第四固定轴217带动第二滑块219在第三固定块223的上端向后方移动，使第二滑块219带动

第二固定板220移动，第二固定板220带动第二固定架221移动，第二固定架221带动第二夹

板222移动，从而使第一夹板27与第二夹板222对芯片进行夹持，夹持时通过设定的力度对

芯片进行质量检测，如果芯片封装有氧化划伤的情况，第一夹板27和第二夹板222施加的压

力会将芯片封装挤压破裂，如果质量合格，芯片封装将完好无损，合格的芯片封装在第一夹

板27和第二夹板222的夹持下，利用第二电动伸缩杆8的输出轴带动电动夹块9继续对芯片

进行夹持，启动电机7，电机7的输出轴带动第二电动伸缩杆8转动，第二电动伸缩杆8带动电

动夹块9转动，电动夹块9通过打磨片10对芯片外侧的毛刺进行打磨去除，打磨完毕后，产生

的碎屑以及不合格被挤压破裂的芯片封装碎片集中在收集盒3的内部，再次启动第一电动

伸缩杆22，使第一固定板25和第二固定板220分别带动第一L型扫杆224和第二L型扫杆225

向相反方向移动，将收集盒3底部的碎屑推到漏斗610内部，启动气泵61，气泵61通过进气管

63将收集盒3内部的碎屑吸入到过滤桶64的内部，大块碎片直接掉落在过滤片68上方，气流

带动叶片66转动将喷淋头67喷出的水打散，小型碎屑以及灰尘颗粒遇水重量增加，均落到
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过滤片68上，进行集中收集处理，经过过滤的水由排水管69排出，过滤后的气体通过排气管

62排出至挡板4内部，并对芯片外侧残留的细小颗粒物进行全面去除，提高芯片的质量。

[0038] 尽管已经示出和描述了本发明的实施例，对于本领域的普通技术人员运转，而言，

可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、

替换和变型，本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。
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图 1
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图 2
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图 3

图 4
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图 5
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图 6
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